
序号 发榜单位 项目名称 项目领域 任务要求（研究内容） 成果要求（考核指标） 研发总额 财政支持 完成时间 联系方式

1

广州兴森
快捷电路
科技有限
公司

封装基板高
端镀铜关键
技术开发与

产业化

新一代信息
技术

本项目聚焦于芯片封装基板核心制程中的铜互联关键技术，开
发出具有自主知识产权的封装基板专用电镀填孔添加剂。项目
围绕封装基板电镀制程的技术需求，攻克封装基板电镀制程中
激光盲孔、X型激光通孔填孔能力不足，及图形电镀镀层均匀
性极差大等难题。
1）通过对有机添加剂的分子结构设计、合成工艺优化以及电
化学性能的理论研究，获得一种满足封装基板盲孔和X型通孔
填镀的有机添加剂；
2）应用该类有机添加剂开发一款具备高均匀性、高填孔能力
的酸铜电镀液，并建立相关的作业指导书；
3）开展该酸铜电镀液与专用电镀设备的兼容性研究，建立具
备小批量生产能力的高端镀铜试验线；
4）封装基板电镀的可靠性与稳定性研究，实现小批量生产制
造。

考核指标：
开发出具有自主知识产权的核心电镀添加剂，可形成高可靠性镀层结晶，指标要求:
1）获得光亮平整，无铜粒、粗糙和凹坑的镀层外观，铜镀层延展率≥20%，抗拉强度≥
25KN/cm2；
2）整板电镀镀层厚度均匀性CoV≤5%，镀厚极差≤5μm；盲孔凹陷≤5μm（ɸ100μm，δ80μ

m)，X型镭射通孔填孔凹陷≤8μm（（ɸ100μm，δ200μm)；孔内空洞出现比例≤10%；

3）图形电镀制程中实现填孔凹陷≤5μm（ɸ100μm，δ80μm)，X型镭射通孔填孔凹陷≤8μm

（ɸ100μm，δ200μm)；L/S：25μm/25μm线路圆弧率≤20%，unit单元内图形镀层高度差≤6

μm；孔内出现空洞比例≤10%；
4）可靠性：测试方法依照IPC-TM-650标准，板件样品在125℃烘烤6h后，于288℃进行10秒钟漂
锡测试，3次后外层焊盘、走线均无起泡、剥离等，无盲孔底部裂纹。
交付成果：
1） 一款适用于封装基板电镀铜制程的酸铜电镀药水产品及其相应的操作手册、浓度分析方法以
及槽液维护方法；
2）酸铜电镀关键技术研究报告以及生产线上测试验证报告，设备与电镀药水之间匹配兼容性研
究报告；
3）建设一条具备小批量生产能力的高端镀铜试验线，满足镀铜关键化学品国产替代周期验证要
求；
4）设备与酸铜电镀药水相关专利≥5件。

2200万元 1000万元
2022年4月
至2025年3

月

徐嫣然
1581586402

0

2

贝恩医疗
设备（广
州）有限
公司

血液成分分
离用空心纤
维膜的研发

生物医药

针对国内市场上的血浆分离器以进口产品为主，国内厂家由于
受血液成分分离用空心纤维膜的核心生产设备以及生产技术的
缺乏所限，项目重点开展膜式血浆分离器空心纤维膜配方、生
产工艺及血浆分离器组装工艺的研究。
1）开展血液成分分离用空心纤维膜的生产设备以及生产工艺
研究，开发出适合血液成分分离用空心纤维膜生产的设备及工
艺；
2）开展血液成分分离用空心纤维膜生产配方研究，完成性能
稳定的血液成分分离用空心纤维膜配方的开发；
3）开展血液成分分离用空心纤维膜束装膜工艺、两端封膜工
艺、两端灌封工艺及注水、气检、挤水、烘干工艺等血浆分离
器产品组装工艺研究，形成一套稳定的生产工艺。

考核指标：
形成血液成分分离用空心纤维膜生产设备及膜式血浆分离器组装设备、血液成分分离用空心纤维
膜生产、空心纤维膜式血浆分离器组装、空心纤维膜式血浆分离器产品性能评价测试方法、血液
成分分离用空心纤维膜膜孔形态表征方法（膜孔径大小、分布；孔隙率等）的技术开发路线。
1）实现产品批量生产能力；
2）产品性能：血浆滤过率20%-30%，滤过液流速30±6ml/min，白蛋白筛选系数≥0.85，总蛋白
筛选系数≥0.80；
交付成果：
1）国际市场准入CE证书；
2）产品检测报告、样品、关键技术研究报告；
3）申请发明专利≥1项，实用新型专利5项。

12000万元 1000万元
2022年4月
至2025年3

月

明瑞勇
1552125731
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3

广州赛意
信息科技
股份有限
公司

基于工业互
联的人在回
路智能混合
增强技术与
示范应用

人工智能

面对制造业数字化转型过程中，多场景、多行业中对工艺知识
软件化、工业知识数字化的普适性需求，开展人在回路智能混
合增强技术体系构建，重点聚焦融合建模、人机学习、知识抽
取、趋优进化等方面的研究与应用：
1）多源异构工业互联网场景下的人在回路工艺知识软件化建
模方法研究；
2）人机协同的工艺知识图谱自动化构建技术研究；
3）人在回路混合智能增强学习方法研究；
4）人机混合智能协同趋优进化技术研究；
5）研究基于工业互联的人在回路混合增强智能技术，建立人
机混合的多源异构数据-工艺知识双向过程模型。
6）构建工艺知识的数字化和软件化流程，最终构建基于工业
互联的人机混合智能增强系统，并建立可验证案例。

考核指标：
1、建立不少于3个应用场景的十万级工艺知识图谱，实现知识关联融合以及融合趋优的人机混合
增强智能，突破人机协同双向学习技术，构建人机合作收敛和混合工业智能趋优进化模型；
2、开发二套适用于工业互联场景下的人在回路混合增强机器学习引擎，能够应用到电子、PCB电
路板等行业场景中；
3、实现5种异构网络的集成，打通不少于50项电子、PCB电路板等行业标准协议。
4、构建二套人机混合增强工业智能平台，实现工艺知识软件化，在不少于3家制造企业应用验
证；
5、申请专利6项，软件著作权15项。
交付成果：
二套人在回路混合增强机器学习引擎；二套人机混合增强工业智能平台。

5000万元 1000万元
2022年4月
至2025年3

月

王军
1331875818
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4
广州数控
设备有限
公司

国产CPU在
高端数控系
统应用关键
技术研究及

验证

先进制造

面向国产高端数控系统对国产CPU芯片的适配需求，定制化开
发具有自主知识产权的CPU芯片和开展适配技术研究：
1）提升优化CPU芯片性能，满足高端数控机床领域对国产CPU
具备先进算力且安全可控的强烈需求；
2）针对性地丰富完善CPU芯片功能、接口和配套的开发、调试
工具，满足高端数控系统的功能实现和强实时性等需求；
3）开展CPU批量生产一致性、可靠性保障技术研究，形成批量
生产能力，满足工业控制领域下的产业化需求。
4）研究国产高端数控系统的适配技术，实现软硬件适配和算
法移植，在高端数控机床领域开展应用验证和推广。

技术指标
1、CP性能参数指标，总体算力≥ 12000MIPS，64bit指令集，CPU内核数≥ 4，RAM≥1GB，Flash
≥16GB，具备双千兆网口，具备高速连接FPGA的并行总线接口，总线时钟达到100MHz以上，支持
SM2/3/4商密算法硬件加速计算，支持国产实时操作系统，不同核心可同时运行RTOS实时操作系
统和Linux操作系统；
2、CPU产品化要求，EMC抗干扰能力 ≥3级（其中EFT抗干扰能力≥4级），符合工业级环境适应
性要求，具备批量生产能力，具有完全自主知识产权，发明专利申请数≥2项；
3、CPU适配应用考核，实现适配国产高端数控系统，通信周期1ms，具备五轴联动、RTCP、五轴
刀具半径补偿、空间精度补偿等功能，平均无故障时间MTBF≥10000小时，在不少于1种以上的高
端数控机床上开展应用验证，推广数≥1000台套。
交付成果
数控机床专用国产CPU产品及开发环境，适配国产CPU的高端数控系统样机，基于国产CPU的高端
数控机床应用验证平台，用户使用报告等。

2000万元 1000万元
2022年4月
至2025年3

月

李鸿基
1368228953

5

5
广州地铁
集团有限
公司

复杂环境下
的轨道交通
地下工程成
套装备研制

及应用

先进制造

面对大湾区复杂环境下的城市轨道交通及地下工程的施工装备
成套关键技术普适性的需求，开展复杂环境下的轨道交通地下
工程成套装备研制及应用：
1）开展复杂城市环境下的机械式暗挖施工装备关键技术研
究，形成适应城市地下空间各类型地下结构建设的全系列机械
式暗挖施工核心技术体系；
2）开展低净空施工装备关键技术研究，研制低净空施工设
备；
3）开展盾构式“先隧后站”地铁施工关键技术研究，形成盾
构式“先隧后站”施工和配套关键技术体系；
4）开展深基坑竖井掘进机关键技术的研究攻关，完成竖井掘
进机设备样机。

考核指标：
1、机械式暗挖施工核心技术体系内容覆盖轨道交通车站、区间（正线、折返线、出入线）、联
络通道、地下空间开发建设范畴。完成不少于1个工程应用。
2、低净空施工设备，其中，低净空桩机开挖直径≮0.5m，开挖桩深≥20m，能适应4.5m以内净空
桩基施工，形成设备样机，并完成不少于1个工程应用。
3、盾构机扩挖行程≮2m；异形断面管片的断面跨度≮10m。
4、竖井掘进机设备样机，开挖直径≮10m，开挖深度≮30m，掘进速度≮1m/天，截削头旋转角度
≮±190°，出渣系统具备有水、无水多种模式的出渣能力。
5、申请发明专利不少于4项。
交付成果：
机械式暗挖施工设备、低净空施工设备、竖井掘进机的样机；机械式暗挖、盾构式“先隧后站”
的关键技术研究报告。

2000万元 1000万元
2022年4月
至2025年3

月

方恩权
1357056579

2
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